Técniques i equips de I'Area de
Metal-litzacio

L’Area de Processat de Metal-litzacié és la zona on es poden
dipositar lamines primes metal-liques de diferents materials
mitjancant técniques de deposicio fisica de vapor en sistemes
de “sputtering” de CC i CC/RF, o bé en sistemes d’evaporacio
termica o amb cané d’electrons.

Tecniques

e Deposicio fisica de vapor (PVD) en sistemes de “sputtering” de CC
i CC/RF

e Deposicio fisica de vapor (PVD) en sistemes d’evaporacion térmica
o amb cand d’electrons

Equips i capacitats

PVD en sistemes de sputtering

KENOSISTEC KS800H:

e “Sputtering” per dipositar capes metal-liques en oblies de 100,
150 mm i xips.

e Camera de procés amb tres catodes magnetrons circulars planars
de 200 mm de diametre.

e Blancs disponibles: Algg.5/Cuo.sy Ti.

e Camera de carrega y descarrega amb sistema de carrega
semiautomatic.

e Font de poténcia en CC i font de RF pel “etching” de la superficie
de les mostres.

e Destinat a mostres no-CMOS.



Material Research Corporation-MRC 903:

“Sputtering” per dipositar capes metal:liques sobre una superficie
de 30x30 cm? (fins a nou oblies de 100 mm o quatre oblies de 150
mm).

Camera de procés son tres blancs (dos rectangulars planars tipus
magnetrd i un rectangular planar tipus diode).

Blancs disponibles: Au, Nii Ti.

Camera de carrega i descarrega amb sistema semi-automatic.
Font de poténcia en CC per a Ti i Ni i RF pel Au. També disponible
font de RF pel “etching” de la superficie de les mostres.

Destinat a mostres no-CMOS.

KENOSISTEC KS500C:

“Sputtering” per dipositar capes metal-liques i semiconductores en
oblies de 100 mm, 150 mm i xips.

Camera de procés amb tres catodes magnetrons circulars planars
de 75 mm de diametre en configuracié confocal.

Blancs disponibles: W, Ti, Ta, Si i TaSiz

Camera de carrega amb sistema semiautomatic de carrega.

Dues fonts de potencia en CC i una font en RF. També disponible
font de RF pel “etching” de la superfice de les mostres.

Destinat a mostres no-CMOS.

LEYBOLD HERAEUS Z-550:

“Sputtering” per dipositar capes meta-liques en oblies de 100 mm
i Xips.

Camera de procés amb un magnetrd circular planar de 150 mm de
diametre.

Blancs disponibles: Al, Alsg.75/ Cuo.s /Sio.7s i TaSiz.

Camera de carrega i descarrega amb sistema manual de carrega.
Font de poténcia en CC. També disponible font de RF pel “etching”
de la superficie de les mostres.

Destinat a mostres CMOS i no-CMOS (sense “etching”).

KENOSISTEC KS800HR:

“Sputtering” per dipositar capes metal-liques i no metal:-liques en
oblies de 100 mm, 150mm i xips.

Camera de procés amb quatre magnetrons circulars planars de
200 mm de diametre.

Blancs disponibles: Al, Algg.5/Cuo.5, Ti, W, Ales.75/ Cuo.5 /Sio.75, Si,
AIN, TiN, SisN4, SiO:

Camera de carrega i descarrega amb sistema automatic de
carrega.

Possibilitat de calentar les mostres fins a 400 °C.



Fonts de poténcia en CC polsada i Font de RF. També disponible
font de RF pel “etching” de la superficie de les mostres.
Destinat a mostres CMOS i no-CMOS (sense “etching”)

BIO RAD E-5000 Polar Division:

“Sputtering” per dipositar capes d’or per observacié per
microscopia electronica d’escaneig.

Possibilitat de canviar la distancia i el corrent.

Control per temporitzador.

PVD en sistemes d’evaporacio

OERLIKON UNIVEX 450B:

Cané d’electrons amb capacitat per a quatre materials amb gresols
de 7 cc.

Duess fonts térmiques resistives.

Diposit en mostres fins a 150 mm de diametre (oblies i xips)
Camera de procés amb capacitat fins a quatre mostres (carrega
manual sense camera de carrega i descarrega)

Materials disponibles: Ag, Al, Al;Os3, Au, C, Cr, Cu, Fe, Ge, Hf,
HfO,, ITO, Mo, Nb, Ni, Pd, Pt, Ta, Ti, W, ZnO i Zr.

Possibilitat d’escalfar les mostress fins a 500°C

Possibilitat de dipositar reactivament en atmosfera de O».
Destinat a mostres no-CMOS

KENOSISTEC KE500E:

Cano d’electrons amb capacitat fins a quatre materials.

Diposit en mostres fins a 150 mm de diametre (oblies i xips)
Camera de procés amb capacitat d’una mostra (carrega manual
sin camera de carrega i descarrega)

Materials disponibles: Al, Cri Ti.

Destinat a mostres CMOS.

LEYBOLD UNIVEX 400:

Cano d’electrons amb capacitat fins a vuit materials amb gresols
de 15 cc.

Cand de ions.

Diposit a mostres fins a 150 mm de diametre (oblies i xips)
Camera de procés amb capacitat d’una mostra.

Camera de carrega i descarrega.



e Possibilitat de controlar la temperatura al dorso de la mostra entre
-20 i 1000°C.

e Materials disponibles: Al, Au, Ti, Pt (Ni, Cr i altres en test)

e Destinat a mostres no-CMOS.
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